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湖州高精度焊接芯片咨询服务

发布日期: 2025-09-24

手工焊接贴片式芯片的方法：1）先用电烙铁给PCB上芯片位置的铜箔上焊锡，不要多，但要
平整；2）将芯片找准方向对齐铜箔位，左手按住，防止其移动，右手用电烙铁将芯片对角线的两
个引脚焊上。松手，检查对位情况，偏移较大时，可取下重新操作。3）用电烙铁逐个加热引脚，
前稍用力下压，看见焊锡熔化即松开。此过程无须再加焊锡，就是利用板上所上的锡即可。4）再
次观察是否有漏焊、搭桥、假焊等。若无异样，大功告成。注意：1）动作熟练，操作快捷；2）
烙铁温度适中；3）每个焊点焊接时间不可超过3秒。芯片焊接的注意事项是焊接工作台应干净整
洁。湖州高精度焊接芯片咨询服务

随着技术的发展，芯片的焊接（粘贴）方法也越来越多并不断完善。芯片焊接（粘贴）失效
主要与焊接面洁净度差、不平整、有氧化物、加热不当和基片镀层质量有关。树脂粘贴法还受粘
料的组成结构及其有关的物理力学性能的制约和影响。要解决芯片微焊接不良问题，必须明白不
同方法的机理，逐一分析各种失效模式，及时发现影响焊接（粘贴）质量的不利因素，同时严格
生产过程中的检验，加强工艺管理，才能有效地避免因芯片焊接不良对器件可靠性造成的潜在危
害。湖州高精度焊接芯片咨询服务要解决芯片焊接不良问题，须明白不同方法的机理，逐一分析
各种失效模式，及时发现影响焊接质量的不利因素。

芯片倒装焊的技术指标有哪些？芯片倒装焊中倒装焊主要技术指标：1）±3μm，3σ键合后精
度；2）芯片键合，倒装键合，Wafer-wafer键合；3）100kg至大键合压力；4）较高温度：450℃
（工艺参数范围：样品尺寸5mm*5mm-5cm*5cm;样品厚度Chip小于2mm，substrate小于6mm;
压力0－100kg；温度：室温－450℃）。敝司的设备利用图像对比技术，较高可以达到±1um的对
位精度，根据芯片的材质、厚度，硬度等，可以选择高压力，低压力控制方法，从而达到高精度
的焊接。

芯片倒装焊目前的技术难题：芯片倒装焊现有技术中，通常将焊料及助焊剂混合形成焊膏，
并通过在基板的焊盘上涂覆焊膏作为芯片定位的粘接剂，经焊接后即可完成芯片与基板的互连。
但是，现有工艺需要对每个焊盘分别进行点焊膏处理，精度要求高，并且焊膏与焊盘之间容易产
生移位，导致生产效率不高。同时，采用现有工艺制作的倒装焊接芯片的效果并不理想，芯片与
基座的焊盘通过焊膏连接后，容易产生孔洞，使倒装焊接芯片容易产生短路，影响倒装焊接芯片
的使用效果。芯片焊接的注意事项是焊接完成后要观察是否有漏焊、搭桥、假焊等。

倒装芯片在产品成本、性能及满足高密度封装等方面体现出优势，它的应用也渐渐成为主流。由
于倒装芯片的尺寸小，要保证高精度高产量高重复性，这给我们传统的设备及工艺带来了挑战。
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器件的小型化高密度封装形式越来越多，如多模块封装(MCM)、系统封装(SiP)、倒装芯片等应用得
越来越多。这些技术的出现更加模糊了一级封装与二级装配之间的界线。毋庸置疑，随着小型化
高密度封装的出现，对高速与高精度装配的要求变得更加关键，相关的组装设备和工艺也更具先
进性与高由于倒装芯片比BGA或CSP具有更小的外形尺寸、更小的球径和球问距，它对植球工艺、
基板技术、材料的兼容性、制造工艺，以及检查设备和方法提出了前所未有的挑战。倒装芯片焊
接技术的优点有：尺寸小、薄，重量更轻；湖州高精度焊接芯片咨询服务

倒装芯片焊接的工艺方法有热压焊法；湖州高精度焊接芯片咨询服务

芯片焊接质量怎么检验？剪切力测量：这是检验芯片与基片间焊接质量较常用和直观的方法。在
焊接良好的情况下，即使芯片推碎了，焊接处仍然留有很大的芯片残留痕迹。一般焊接空洞处不
粘附芯片衬底材料，芯片推掉后可直接观察到空洞的大小和密度。用树脂粘贴法粘贴的器件，若
要在较高、较低温度下长期工作,应测不同温度下的剪切力强度。电性能测试：对于芯片与基片或
底座导电性连接（如共晶焊、导电胶粘贴）的双极器件，其焊接（粘贴）质量的好坏直接影响器
件的热阻和饱和压降 Vces，所以对晶体管之类的器件可以通过测量器件的 Vces来无损地检验芯片
的焊接质量。在保证芯片电性能良好的情况下，如果Vces过大，则可能是芯片虚焊或有较大
的“空洞”。此种方法可用于批量生产的在线测试。湖州高精度焊接芯片咨询服务

爱立发自动化设备（上海）有限公司位于虹梅路1905号1层西部105-106室，拥有一支专业的
技术团队。爱立发是爱立发自动化设备（上海）有限公司的主营品牌，是专业的设计、制造精密
半导体机器，销售自产产品，提供相关技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动】设计、制造精密半导体机器，销售自产产品，提供相关技术咨询服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司，拥有自己独立的技术体系。
公司不仅仅提供专业的设计、制造精密半导体机器，销售自产产品，提供相关技术咨询服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】设计、制造精密半导体机器，销
售自产产品，提供相关技术咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动】，同时还建立了完善的售后服务体系，为客户提供良好的产品和服务。爱立发自动化设备
（上海）有限公司主营业务涵盖基板植球机，晶圆植球机，芯片倒装焊，坚持“质量保证、良好
服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。


